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1. 緒　言

　ニッケル／金めっきはその耐環境安定性や実装材料との
親和性から，プリント配線板の最終表面処理として広く用
いられている。特に無電解めっきは被めっきパッドへの給
電引き回しが不要なことから，狭ピッチ配線の表面処理に
は必要不可欠なめっきとなっている 1),2)。一方で，部品実
装後における表面剥離などの不具合が頻度は極めて低いも
ののごく希に発生しており 3),4)，そのほとんどの場合は実装
して初めて不具合が認識される。最悪の場合は市場に出て
からの消費者クレームにつながる恐れがある。
　上記不具合は金析出の際のニッケルとの置換反応が不均
一に起こることによる一種の腐食現象によるものであり，
これの発生部位はブラックパッドと通称されることが多
い。この発生原因としてはめっき浴自体の管理不適切もさ
ることながら，下地銅電極表面状態や配線板内層に形成さ
れた擬似的コンデンサの影響が推測されてきた。また，実
際のプリント配線板製造工程において銅表面整面のため用
いられるバフロールによる研磨痕に沿って局部腐食が発生
することも知られている。しかしながら，研磨痕に沿って

局部腐食が発生する現象については経験的に知られている
程度にとどまり，その発生原因は明らかになっていない。
　本研究ではこれらの背景に基づき，ニッケルめっき層の
物性が局部腐食発生に及ぼす影響について考察した。具体
的にはニッケルめっき層の内部応力に着目し，めっき条件
を変化させることにより内部応力の異なるニッケルめっき
を作製してこれに置換金めっきを行い，内部応力が局部腐
食の発生に与える影響と，さらにははんだ接合強度に及ぼ
す影響を調査することを目的とする。

2. 実験方法

2.1	 薬液およびめっき装置

　無電解ニッケル／金めっきには，市販の薬品を使用し
た。ニッケルめっき液は，ホスフィン酸塩を還元剤として
プリント配線板の最終表面処理に一般的に用いられる中リ
ンタイプ，金めっき液はフラッシュ金めっきと一般に呼称
される置換金めっきタイプであり，シアン化金を用いる弱
酸性めっき液を用いた。また，無電解ニッケルめっきの前
処理として触媒活性化処理を行う必要があるが，これには
硫酸ベースの酸性パラジウム溶液を用いた。めっき条件を
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　概要　プリント配線板最終表面処理として広く用いられる無電解ニッケル／金めっきにおいて，ごく稀に発生する局部腐食
現象は実装部品の接合信頼性に大きな影響を与える。これについてめっき皮膜の内部応力の影響を考察した。めっき浴の pH
を変化させて異なる内部応力のニッケルめっき皮膜を作製し，置換金めっきにおける局部腐食発生状況を比較した。その結
果，ニッケルめっき皮膜に引張応力が発生している場合に局部腐食が増加する傾向がみられ，これら局部腐食がはんだ接合界
面近傍でボイドの発生要因となることがわかった。すなわち，引張内部応力の存在が局部腐食を助長し，それに伴うはんだボ
イドが接合強度を低下させることが明らかになった。
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Nickel/gold electroless plating is commonly used for surface finishing of printed wiring board due to 

its environmental stability and good solder wettability. However, since the gold deposition of electroless 
gold plating is a substitution reaction, local corrosion of nickel surfaces sometimes occurs which decreases 
the joining reliability of solders or wire bonding.

In this study, we focused on the internal stress of the nickel-plating layer. Gold electroless plating was 
performed on nickel plating with different internal stress levels, and the local corrosion behavior and shear 
strength of solder balls were investigated. Our results clearly show that the tensile strength of the nickel 
layer increases the occurrence of local corrosion and accordingly results in the deterioration of the solder 
joining strength.
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Control

無電解ニッケルめっきの内部応力がはんだ接合強度に及ぼす影響
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